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半導体向け製品
東亞合成グループにおける半導体用製品を紹介しております。

T O A G O S E I  
T E C H N O L O G Y

半導体用次世代材料

■光導波路材料
［シルセスキオキサン誘導体 ‒SQシリーズ］…………（開発品）
Si系の有機-無機ハイブリッド材料
●用 途 ： ハードコート、低屈折率材料
●特 長 ： 液状で取り扱いが容易
　　　　種々有機物と相溶
　　　　耐熱性・透明性・硬化性に優れる

■接着剤
［精密固定用光学接着剤］…………（開発品）
精密固定に適したUV接着剤
●用 途 ： 各種センサー、車載カメラ
●特 長 ： 低硬化収縮、低線膨張
　　　　短時間UV照射（熱硬化不要）

［ハロゲン化ケイ素］…………（開発品）
多種多様な製品を用意
　六塩化二ケイ素（HCD;Si2Cl6）
　六フッ化二ケイ素（HFD;Si2F6）
　●用 途 ： 光導波路用SiN膜 等
　●特 長 ： 残塩素がない
　
　ジシリルアセチレン（DSA;C2Si2H6  、BTCSA;C2Si2Cl6）
　●用 途 ： 光導波路用SiC,SiOC膜 等
　●特 長 ： 膜中で不純物となるCHがないSiC又はSiOC膜が得られる
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①基材1への接着剤塗布
　Apply adhesive onto Substrate 1

②基材2を設置、位置合わせ
　Set Substarate 2 and adjust the axis

③光照射
　UV irradiation
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ウェーハ製造工程
基板となるシリコンウェーハを
作る工程

前工程
集積回路をつくり込み半導体チップを
作る工程

後工程
半導体チップを個々に切り出し各種パッケージに
封入する工程

基板実装
半導体パッケージを基板に実装し、
電子回路を完成させる工程

1 3 7 95 10　
［ 半 導 体 製 造 フ ロ ー ］

半導体製造工程内で活用される東亞合成の製品シリーズ

1 3

活用製品

7 背面研磨・切断

ウェーハの背面を薄く研磨し、
チップごとに切り分ける

活用製品

［半導体表面保護テープ］
●光硬化性樹脂

［ダイシングテープ］
●超音波剥離型接着剤 （開発品）
●耐熱性UV剥離粘着剤 （開発品）

9 封止

チップを樹脂などの封止材で包み、
外部からの刺激から守る

活用製品

［封止材］
●無機イオン捕捉剤
●無溶剤型アクリルポリマー （開発品）
●低誘電オキセタン （開発品）
●負熱膨張性材料

基板実装

半導体チップを
基盤に取り付ける

活用製品

平坦化

活用製品

ウェーハ表面のでこぼこを削って
平らにする

パターン形成

フォトレジストといわれる感光剤を
ウェーハ表面に均一に塗布

［フォトレジスト材料］
●PFAS対応ポリマー
　（開発品）

●高水酸基価
　アクリルオリゴマー

［プリント基板材料］
●易溶性酸化銅

［ソルダーレジスト］
●光硬化性樹脂

［平坦化材料］
●水溶性ポリマー
●高純度苛性カリ

フォトレジスト

酸化膜

シリコン

スピンドル軸グライディング
ホイール

ウェーハ

半導体封止材

プリント基盤

アンダーフィル材

STI

Siウェーハ酸化膜

5 10　
封止材用樹脂

フィラー

活用製品

［研磨材］
●高純度炭酸カリ

ウェーハのエッチング・研磨

シリコンウェーハ表面の凸凹を
鏡のように磨く

研磨材

研磨パッド
ウェーハ

分散剤

［エッチング剤］
●高純度苛性カリ

2 4 6 82 4 6 8

活用製品

［クリーニングガス］
●液化塩化水素

ウェーハのエピタキシャル

一定温度のウェーハに
材料ガスを晒して膜生成を行う

活用製品

パッケージ基板実装

ウェーハから切り出した半導体チップをパッケージ基板上に接着し、
ワイヤーボンディングやフリップチップ実装によって基板と電気的に接続する

液
化
塩
化
水
素

世界シェア N0.1

［層間絶縁材料］
●無機イオン捕捉剤
●低誘電オキセタン （開発品）
●負熱膨張性材料

［液状感光性樹脂材料］
●光硬化性樹脂

［ダイボンディング材料］
●無溶剤型アクリルポリマー （開発品）
●高機能反応型接着剤

［感光性ドライフィルムレジスト］
●光硬化性樹脂

［ソルダーレジスト］
●光硬化性樹脂

薄膜

シリコン

酸化膜

【 リードフレームパッケージ 】 【 BGAパッケージ 】 【 表面実装 】 【 再配線 】

ボンディングワイヤー
リードフレーム

［成膜材料］
●六塩化ニケイ素

改質・成膜

活用製品

ガスや材料を使って薄い膜を作ったり、
性質を変えたりする

工業化
世界初

絶縁膜 ダイボンディング材料 バンプ

ウェーハ

薄膜材料

活用製品

［洗浄剤］
●高純度塩酸

洗浄

ウェーハを洗浄して
表面に付着している異物を除去する

洗浄液

※2

※1

※1：2025年 当社調査。高純度液化塩化水素世界市場（数量ベース）における当社シェア　※2：1983年 世界で初めて工業化（当社調べ）



ウェーハ製造工程

前工程製品

東亞合成の独自技術

● 高分子構造の設計・制御技術
高分子構造の設計により、多様な機能を有するポリマーを製造可能。

グラフトポリマーブロックコポリマー 星形ポリマー末端官能性ポリマー

［ 構造例 ］

■研磨材・エッチング剤
［高純度苛性カリ 高純度炭酸カリ］
独自の製法で高純度化
●用 途 ： CMPスラリー原料、洗浄剤原料
●特 長 ： 原料から包装品まで自社で生産
　　　　　　　　　⇒金属分をppbレベルで管理

■フォトレジスト材料
［シリコーン系グラフトポリマー］…………（開発品）
PFAS代替品としての提案
●用 途 ： 液浸ArFフォトレジスト添加剤
●特 長 ： 幹および枝部位にそれぞれ異なる機能を付与
　　　　幹…レジストとの親和性およびアルカリ現像性の付与
　　　　枝…シリコーン鎖による高い表面撥水性（後退接触角＞70度）
　　　　※ ご要望に応じてポリマーの構造ならびに組成をカスタマイズ可能

［高純度液化塩化水素］
半導体製造において欠かすことができない高品質グレード
●用 途 ： 薄膜形成後の装置内洗浄 等
●特 長 ： 原料から容器整備・耐圧検査まで自社で一貫管理⇒99.999％以上の高純度

■クリーニングガス

● 微粒子径制御技術
蓄積した重合技術の活用により、様々な粒子径のポリマー微粒子を合成可能。

10µm1µm0.1µm0.01µm（均一系）

アロン®IB
-超微粒子エマルション-
・コーティング剤
・バインダー

アロン®DP
-単分散微粒子-
・光拡散剤
・アンチブロッキング剤

アロン®NT
-吸水性微粒子-
・薬剤担持粒子
・化粧品添加剤

マイクロエマルション重合法 エマルション重合法 分散重合法 懸濁重合法

吸水
➡

例:高純度液化塩化水素、高純度塩酸、高純度苛性カリ、洗浄用ポリマー

［ 設備管理 ］
 使用する設備の洗浄や
コンタミを防ぐためのク
リーンルーム化による徹
底的な金属・異物除去を
実施しています。

［ 製造管理 ］
 原料の規格設定や受入検査、保
管環境、前処理度合いを徹底管
理しています。また反応条件の
最適化やコンタミの防止等、製
造工程全体の管理を行います。

［ 品質管理技術 ］
 ごく微量に含まれるpptオー
ダーの金属分などを分析し、
製品の純度や不純物の有無
を管理しています。また、容器
にもわずかな汚れがないよう
確認して保管しています。

［ 精製・分離技術 ］
 生成物から不純物を除去する
ために、ろ過や蒸留、イオン吸
着を実施し、純度を高めてい
ます。

Acrylic polymer unit

Silicone polymer unit

［高水酸基価アクリルオリゴマー］
独自合成法による分子設計
●用 途 ： 半導体レジスト架橋剤
●特 長 ： トルエンフリー
　　　　健康懸念の低減
　　　　高水酸基・親水性
　　　　靭性付与・現像性良好
　　　　※高純度品も開発中

■成膜材料
［六塩化二ケイ素］
当社が世界で初めて工業化した半導体用成膜材料
●用 途 ： シリコンウェーハの薄膜形成（SiN膜）
●特 長 ： 金属ベース純度で＞99.9999％の高純度

R:H or CH2=CHCO

O O

O O

O
R

M-920 （2官能）
M-930 （3官能）

O

O
O

OO
O

O O

H H

H H

O O

l m

p q

n o

I+m+n+o+p+q=6
O O

O O

M-926

スーパーカリEx-α

スーパーカリR

苛性カリ L-HM

高純度炭酸カリ

48.0～49.0

48.0～49.0

48.0～49.0

≦0.5

≦0.1

≦0.1

≦0.2

49.0～51.0

≦5

≦100

≦2000

≦50

≦5

≦500

≦50

≦300

六塩化二ケイ素 アンモニア

化学反応

O

O

RO

O

OO

O

M-933
R:H or CH2=CHCO

O

C2H4

C2H4

O

O

O

N N

NO

C2H4RO

O

O
M-923

R:H or CH2=CHCO

原料ガス

ウェーハ

装置内の洗浄



前工程製品

■洗浄剤
［高純度塩酸］
金属不純物の除去に適したグレード
●用 途 ： 半導体工程洗浄液原料（金属不純物の除去目的）
　　　　HCl：H2O2：H2O = 1：1-2：5-7
　　　　ウェーハ表面に付着している不純物を
　　　　錯体化合物として溶出して除去
●特 長 ： 金属分をpptレベルで管理

［負熱膨張性材料（ULTEA®）］
加熱により体積が収縮する負熱膨張性フィラー
●用 途 ： 封着ガラス（蛍光管、PDP、有機EL等）
　　　　接着剤 等
●特 長 ： 広い温度範囲（30～800℃）で
　　　　負の熱膨張特性を発揮
　　　　環境毒性のある重金属を不使用

［超音波剥離接着剤］…………（開発品）
はんだ耐熱性が高い超音波剥離テープ
●用 途 ： 加熱工程における
　　　　仮固定あるいは表面保護用テープ
●特 長 ： 高耐熱（はんだ耐熱260℃）かつ高接着性（3N/cm↑）
　　　　超音波剥離により約5分で剥離可能

［低誘電オキセタン］…………（開発品）
UV硬化性良好かつ硬化物が低誘電率
●用 途 ： インターポーザー向け 等
●特 長 ： 高Tg、低誘電率

後工程製品

■絶縁材料

■平坦化材料
［水溶性ポリマー］
多様な条件に対応したアクリルポリマーを提供
●用 途 ： CMPスラリー、CMP後洗浄剤、スケール抑制剤 等
●特 長 ： ニーズに応じたポリマーをオーダーメイドで設計可能
　　　　（１）重合度の調整（分散・凝集・粘度の調整）
　　　　（２）官能基の選択（吸着量の調整）
　　　　（３）ポリマー中の金属量の制御

［光硬化性樹脂（ARONIX®）］
各種アクリル系モノマー/オリゴマーをラインナップ
●用 途 ： BGテープ、ソルダーレジスト、インキ、
　　　　ハードコート、塗料 等
●特 長 ： 光を照射すると室温で瞬時に硬化
　　　　省エネルギー、低環境負荷、
　　　　低ランニングコスト

後工程製品

■高機能フィラー
［無機イオン捕捉剤（IXE®,IXEPLAS®）］
優れたイオン捕捉能力と耐熱性を兼ね備えたイオン捕捉剤
●用 途 ： IC封止剤（EMC, 液状封止剤）FPC接着剤
　　　　ソルダーレジスト、アンダーフィル 等
●特 長 ： 優れた耐熱性 （100℃以上でも使用可）　
　　　　溶融樹脂への耐性　　
　　　　特定のイオンを捕捉

■エポキシ樹脂用低応力剤
［特殊構造アクリルポリマー］…………（開発品）
エポキシ樹脂の低応力化（低弾性率化）に有効なポリマー
●用 途 ： 半導体封止材、CCL（銅張積層板） 等
●特 長 ： エポキシ樹脂に添加することで、顕著な低弾性効果を発揮
　　　　ハロゲンフリー原料
　　　　エポキシの種類に合わせた設計が可能

■接着・粘着テープ
［耐熱性UV剥離粘着剤］…………（開発品）
高温プロセスにも適用可能なUV剥離型テープ
●用 途 ： スパッタ、リフロー等加熱工程における
　　　　仮固定あるいは表面保護用テープ
●特 長 ： 高温加熱時(～250℃)でもアウトガス無し
　　　　UV照射によって接着強度が大きく低下
　　　　テープ剥離時に糊残り無し
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金属除去

パーティクル除去

有機物除去

自然酸化膜除去

酸化膜除去、自然酸化膜除去

酸化膜エッチング（緩衝溶液）

SI3N4の選択エッチング

有機物除去

コーティング層

アクリルポリマー

砥粒

被研磨層

シリコン層

付着防止
凝集防止

光照射（UV、電子線など）

基材 基材基材

光重合反応液体 固体

＊光開始剤：サンアプロ製CPI-100P 3wt.（樹脂成分＝100wt.）
＊UV硬化：高圧Hgランプ、積算光量＝25J/cm2（大過剰に照射）

IXE無添加 IXE添加

エポキシ樹脂由来のCI-をキャッチし腐食を抑制

CI- CI- CI-
CI-IXE IXE

IXEの作用機構

接着層≒30μm

銅箔

ガラス

銅箔

ガラス

剝離液：アルカリ水系+アルコール
超音波洗浄:40kHz 5min

ウルテア WH2の熱膨張特性 エポキシ系樹脂への添加効果
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広い温度域で負熱膨張性を発現
［評価方法］
・所定の温度でＸＲＤを測定し格子定数を算出
・30℃を基準とした平均格子定数の変化率（寸法
  変化）をプロット

シリカと比較して線膨張抑制効果が高い
[熱膨張測定条件]
装置：ティー・エイ・インスツルメント社製 TMA2940（圧縮膨張法）
測定温度：0～100℃ 、
昇温速度：5℃/min 、 荷重 ： 0.05N

エポキシ樹脂への添加効果
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[評価方法]　
サンプル：フィラー無しのエポキシ樹脂硬化物(各低応力剤14wt%）
装置：動的機械分析装置（DMA 引張）
測定温度：-100～250℃、 昇温速度：2℃/min
周波数：1Hz、ひずみ：0.05%

シリカ（FB-5D）
WH2
WJ1

■加熱なし
■加熱後（200°C10分）

●ブランク
●ランダムポリマー
●特殊構造ポリマー

UV照射で大幅に
強度低下
UV照射で大幅に
強度低下

高耐熱・高接着 超音波剥離

※被着体：ガラス、粘着剤：40μm、剥離速度：300mm/min

各種洗浄剤の役割

測定条件：容量法
周波数：400kHz
温度　：25°C
湿度　：50%

硬化物 Dk
実測値

OXT-212
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O
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C4H5 
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O O

O

n
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O

BisA エポキシ

OO O O

脂環式エポキシ

O

O

O O開発品B 開発品A
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〈 研磨時 〉 〈 研磨後 〉


